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 4.10 กราฟแสดงความถี่ของระยะความโคงกอนการปรับปรุงกระบวนการผลิต     94 
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 4.11 กราฟแทงแสดงระยะโคงงอจากการยนืยันผลการทดลอง        95 
 5.1 กราฟแสดงการตรวจสอบการแจกแจงแบบปกติของสวนตกคางกอนการแปลง      97 
 5.2  กราฟแสดงการตรวจสอบการแจกแจงแบบปกติของสวนตกคางหลังการแปลง      97 
 5.3 กราฟแสดงระยะความโคงแผงวงจรแบบออนรุน WDC จากการสุมวัด       99 
 
 


